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                                    SEMI报告：2027年300mm晶圆厂设备支出可望达1370亿美元新高

                                    由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的300mm晶圆厂设备支出预估在2025年首次突破1000亿美元，到2027年将达到1370亿美元的历史新高。
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                                        英特尔推出人工智能芯片Gaudi 3，称性能超过英伟达

                                        
                                            
                                            2024-04-10
英特尔称Gaudi 3的能效是英伟达H100 GPU芯片的两倍多，运行AI模型的速度是其1.5倍。
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                                        沈阳和研半导体精密划切设备研发及产业基地建设项目奠基开工

                                        
                                            
                                            2024-04-10
项目建成后可打造精密研发实验室、工艺实验室、数字化智能车间等一系列现代化的研发生产基地。
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                                        长飞收购RFS德国及苏州公司

                                        
                                            
                                            2024-04-10
RFS德国及苏州公司与长飞公司现有业务形成优势互补，在产能布局、市场开拓上能形成较强的协同效应。
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                                        英飞凌与安靠宣布共建芯片封测中心

                                        
                                            
                                            2024-04-10
双方计划在安靠位于葡萄牙波尔图的生产基地运营一个专用的半导体封装和测试中心。
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                                        总投资50亿元，中国联通京津冀数字科技产业园运营启动

                                        
                                            
                                            2024-04-10

                                            项目共部署机架1.8万架，可承载超过30万台云服务器，目前一期已正式交付并投入运营。
                                        

                                    

                                
	
                                    [image: ...]
                                    
                                        英特尔推出人工智能芯片Gaudi 3，称性能超过英伟达

                                        
                                            
                                            2024-04-10

                                            英特尔称Gaudi 3的能效是英伟达H100 GPU芯片的两倍多，运行AI模型的速度是其1.5倍。
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                                        AIoT企业特斯联完成20亿元D轮融资

                                        
                                            
                                            2024-04-10

                                            所募资金将用于完善具有多模态能力的领域大模型在园区、企业、经济、能源等多场景的应用。
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                                        北京大学武汉人工智能研究院与九州通、光宇锦业共建联合实验室、创新中心

                                        
                                            
                                            2024-04-09

                                            北武院将与九州通医药集团共建人工智能联合实验室，与光宇锦业共建产学研联合创新中心。
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                                        奇瑞汽车成立动力电池公司 注册资本2亿

                                        
                                            
                                            2024-04-10
安徽奇达动力电池科技有限公司成立，注册资本2亿人民币，经营范围含电池制造、销售，汽车零部件及配件制造，货物进出口等。
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                                        长安汽车全新品牌“辰致科技”全面达成量产

                                        
                                            
                                            2024-04-10
按照产品投产计划，璧山基地预计在2024年实现销售收入超过7亿元，一期项目全面达产后，形成年产值35亿元规模。
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                                        乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到81万辆 同比增长31.1%

                                        
                                            
                                            2024-04-10
3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。
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                                        2023年汽车半导体市场规模692亿美元

                                        
                                            
                                            2024-04-10
市场研究机构TechInsights公布2023年全球汽车半导体市场统计数据，全年供应商收入同比增长16.5%，达到692亿美元。
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                                        东方日升与土耳其CW Enerji达成战略合作

                                        
                                            
                                            2024-04-10
东方日升宣布，公司与土耳其顶尖光伏企业CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI成功签订MOU框架合作协议，意在充分发挥各自资源优势，共同提升双方在土耳其及国际市场竞争力。
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                                        中国电建双面双玻高效单晶异质结组件成功安装

                                        
                                            
                                            2024-04-10
近日，全国首个大规模近海桩基固定式海上光伏项目——中广核烟台招远400兆瓦海上光伏项目（HG30）首套大跨度上部网架结构吊装完成。
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                                        5GW光伏组件项目签约内蒙古巴彦淖尔市

                                        
                                            
                                            2024-04-10
4月8日，内蒙古晶澳淖尔新能源有限公司5GW光伏组件项目在巴彦淖尔市签约。
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                                        赛拉弗10GW光伏组件制造项目正式启动

                                        
                                            
                                            2024-04-10
4月7日，大湾区“绿能谷”赛拉弗10GW光伏组件制造项目正式启动。
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                                May. 16, SEMI 中国光伏标准技术委员会2024年度春季会议，河北保定

                        [image: □]
                                

                                May. 17, SEMI 新型光伏技术创新发展论坛，河北保定
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                                May 28-30, 2024  SEMICON SEA 2024 Kuala Lumpur, Malaysia
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                                July 9-11, 2024  SEMICON WEST 2024 San Francisco, USA
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                                Sep. 4-6, 2024 SEMICON TAIWAN 2024 Taipei, China
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                                Sep. 11-13, 2024 SEMICON India 2024 Delhi NCR, India
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                                Nov. 12-15, 2024 SEMICON Europa 2024 Munich, Germany
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                                Dec. 11-13, 2024 SEMICON Japan 2024 Tokyo, Japan
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                        [image: □]SEMI报告：2027年300mm晶圆厂设备支出可望达1370亿美元新高

                        [image: □]SEMI报告：2023年全球硅晶圆出货量和销售额下降

                        [image: □]SEMI报告：2024年全球半导体产能预计将达到创纪录的每月3000万片晶圆

                        [image: □]SEMI报告：2025年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1240亿美元

                        [image: □]SEMI报告：2023年第三季度全球半导体设备出货金额比去年同期下降11%

                        [image: □]SEMI报告：全球硅晶圆出货量继2023年下降后，2024年将反弹

                        [image: □]SEMI报告：2026年全球200mm晶圆厂产能将创记录新高

                        [image: □]SEMI报告：全球晶圆厂设备支出2023年放缓，有望在2024年复苏

                    

                

            




            
            
            
                
                    
                        技术文章
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                                人工智能开创网络安全新纪元：2024 年预测

                                May Wang 博士，Palo Alto Networks 物联网安全首席技术官 | 2024-03-13

                                近几年来，人工智能 (AI) 一直是网络安全领域的赌注，但大型语言模型 (LLM) 的广泛采用使 2023 年成为尤其令人兴奋的一年。

                            

                        


                    
                    
                    
                    
                        
                        [image: □]2024年FPGA将如何影响AI？
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                        [image: □]瓦克中国2023年业务受化学品价格下跌影响，新兴产业领域表现亮眼

                        [image: □]中芯国际发布2023年报，公司全年销售收入63.2亿美元

                        [image: □]瓦克预期2024年销售额及利润将因市场疲软而略有下降
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                        [image: □]中芯国际发布2023Q4财报，销售收入环比增长3.6%
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                        FPGA助力高速未来


                        大半导体产业网 | 2024-04-08

                        FPGA在优化超级高铁运输系统的效率和可靠性方面发挥着关键作用，为更快、更安全、更可持续的旅行方式铺平了道路。
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                    [image: □]美光高性能内存和存储助力荣耀 Magic6 Pro 智能手机提升边缘 AI 体验

                    [image: □]SKAIChips 获得Ceva 蓝牙 IP许可 授权用于电子货架标签 IC

                    [image: □]利用高度集成的处理器，在工厂自动化的过程中加快以太网的应用

                    [image: □]英飞凌科技旗下Imagimob可视化Graph UX改变边缘机器学习建模
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                        英特尔公布代工业务财务框架，明确利润提升路径


                        大半导体产业网 | 2024-04-07

                        结合英特尔全球多元化的代工与产品能力，将利用更具韧性、可持续且安全的供应来源，同时通过持续的技术改进、参考设计和新标准，为客户提供领先的解决方案。
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                    [image: □]芯原低功耗蓝牙整体IP解决方案已通过LE Audio全部功能认证

                    [image: □]SNUG World 2024：新思科技发布全新AI驱动型EDA、IP和系统设计解决方案

                    [image: □]意法半导体突破20纳米技术节点，提升新一代微控制器的成本竞争力

                    [image: □]西门子和英伟达深化合作，基于生成式 AI 实现实时的沉浸式可视化

                    [image: □]新思科技推出业界首个1.6T以太网IP整体解决方案，满足AI和超大规模数据中心芯片的高带宽需求
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                        三大品牌组建全球 Busch Group


                        大半导体产业网 | 2024-03-29

                        Busch 普旭、Pfeiffer Vacuum 和 centrotherm clean solutions 现已合并为新的 Busch Group。

                        
                            [image: ...]
                        

                    


                


                

                

                

                

                

                
                    
                    
                    [image: □]聚芯启迪，智链飞跃｜2024普迪飞中国用户大会成功举办

                    [image: □]让未来更加智能 | Kulicke & Soffa 亮相SEMICON China 2024

                    [image: □]深圳市大族封测科技股份有限公司——“悍狮”系列高速高精度焊线机

                    [image: □]上海道宜半导体材料有限公司——DYG-550车规级环氧塑封料

                    [image: □]江苏苏青电子材料股份有限公司——2D 3D封装电化学沉积工艺离子膜
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                                [image: □]$1 Trillion by 2030，迈向万亿美元销售额，拥抱全球 半导体产业黄金发展期
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                            [image: ...]
                        

                        
                            [image: ...]
                        

                        
                            [image: ...]
                        

                    


                

            




        

        
            
                
                    
                    
                        精彩视频与ppt
更多>>
                    

                    
                        [image: ...]
                        [image: ...]
                    

                    
                        	

                                
                                    Thank You 戈登·摩尔

                                    出自：Intel
摩尔定律不仅是一种技术远见，它更关乎创造、变革和对极致的追求。它依然生机勃勃，无处不在，被历史学家称为“现代生活的节拍器”。

                                

                            


                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        [image: □]2022SEMI中国硅片委员会会议暨南京江北新区硅片产业闭门研讨会
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                        [image: □]英特尔加速创新：制程工艺和封装技术线上发布会

                        [image: □]SEMICON/FPD China 2021盛大开幕

                        [image: □]SEMI中国英才计划：与人才一起实现中国“芯”梦
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                                    共襄盛会 共谋发展：2024国际集成电路展览会暨研讨会盛大开幕
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                                    杰华特JW3119E通过UFCS认证，助力融合快充发展
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                                    电动汽车无线电池管理革命已经开始，投资回报潜力巨大
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                                    Arm 宣布推出全新汽车技术，可缩短多达两年的人工智能汽车开发周期
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                                    安森美推出第七代IGBT智能功率模块， 助力降低供暖和制冷能耗
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                                    2023年度精选工业方案
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                                    EPC新推100 V GaN FET助力实现更小的电机驱动器， 用于电动自行车、机器人和无人机
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